
デスクトップ PC 向け第 11 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー
クイック・リファレンス・ガイド

1,2,3,4,5	 詳細については、通知および免責事項に記載されている出典およびパフォーマンスに関する免責事項を参照してください。
	 ⱡ	 内蔵グラフィックス搭載の第 11 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーのみで利用可能。 
	 ⊥	 オーバークロック対応機能は特定のチップセットとプロセッサーの組み合わせで利用できます。
	 ₽	 IPC = サイクル / クロック当たりの命令実行数で、CPU が各サイクルで完了できるタスクの数を表します。
	 Ф	 CPU の PCIe レーンは、ディスクリート・グラフィックス (x16) と PCIe ストレージ、またはインテル® Optane™ メモリー (1x4) に限り検証され

ています。 
	 ◊	 インテル® 500 シリーズ・チップセットは、LPC、eMMC、SD3.0、SDXC インターフェイスに対応していません。
	 ±	 ディスクリート Thunderbolt™ 4 テクノロジーは、インテル® 500 シリーズ・チップセットの PCIe レーンのみで検証、サポートされています。

ワークロードと構成については、補足資料または intel.com/PerformanceIndex (英語) 
を参照してください。実際のパフォーマンスはこのテスト結果と異なる場合があります。

インテリジェント・エンジニアリング、臨場感あふれるグラフィックス、そして強化された 
チューニング機能により、ユーザーは自在にコンピューティング体験の調整ができます。

NEW コア・アーキテクチャー
IPC が最大 19% 向上₽,1

NEW グラフィックス・ 
アーキテクチャー
Xe アーキテクチャー採用により強化された 
インテル® UHD グラフィックスにより、内蔵 
グラフィックス性能が最大 50% 向上ⱡ,5

強化された拡張性
最大 20 レーンのCPU PCIe 4.0Ф  

USB 3.2 Gen 2x2 (20G)

NEW インテル® ディープラーニング・ 
ブースト
ディープラーニング・ワークロードの 
パフォーマンスを大幅に向上2

NEW インテル®  
Wi-Fi 6E に対応

デスクトップ PC における 
高速なワイヤレス接続の実現

NEW オーバークロック 
対応機能と性能

アンロック対応第 11 世代インテル® Core™  
プロセッサーで充実のオーバークロック体験を実感

NEW インテル® 500  
シリーズ・チップセット

その他

NEW Thunderbolt™ 4  
テクノロジーに対応

◊

⊥,3

±
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http://www.Intel.com/PerformanceIndex


第 11 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー SKU チャート

プロセッサー
基本動作周
波数 (GHz) 

コア数 /  
スレッド数

単独コアのターボ 
動作周波数 (GHz)

インテル® ターボ・ 
ブースト・マックス・ 

テクノロジー 3.0 有効時の
動作周波数 (GHz)

インテル® サーマル・ 
ベロシティー・ブースト・ 
テクノロジー有効時の単
独コア / 全コアのターボ

動作周波数 (GHz)◊
全コアのターボ動
作周波数 (GHz)

オーバー 
クロック対応3

プロセッサー・ 
グラフィックス

PCIe  
レーン数

インテル® 
スマート・ 
キャッシュ メモリー速度⨥

メモリー 
チャネル TDP (W)

インテル® Core™ i9-11900K 
プロセッサー 3.50 8/16 最大 5.10 最大 5.20 最大 5.30 / 4.80 最大 4.70

インテル® UHD 
グラフィックス 

750
20 16M DDR4-3200

DDR4-2933 2 125

インテル® Core™ i9-11900KF 
プロセッサー 3.50 8/16 最大 5.10 最大 5.20 最大 5.30 / 4.80 最大 4.70 – 20 16M DDR4-3200

DDR4-2933 2 125

インテル® Core™ i9-11900  
プロセッサー 2.50 8/16 最大 5 最大 5.10 最大 5.20 / 4.70 最大 4.60 –

インテル® UHD 
グラフィックス 

750
20 16M DDR4-3200

DDR4-2933 2 65

インテル® Core™ i9-11900F 
プロセッサー 2.50 8/16 最大 5 最大 5.10 最大 5.20 / 4.70 最大 4.60 – – 20 16M DDR4-3200

DDR4-2933 2 65

インテル® Core™ i7-11700K 
プロセッサー 3.60 8/16 最大 4.90 最大 5 – 最大 4.60

インテル® UHD 
グラフィックス 

750
20 16M DDR4-3200

DDR4-2933 2 125

インテル® Core™ i7-11700KF 
プロセッサー 3.60 8/16 最大 4.90 最大 5 – 最大 4.60 – 20 16M DDR4-3200

DDR4-2933 2 125

インテル® Core™ i7-11700  
プロセッサー 2.50 8/16 最大 4.80 最大 4.90 – 最大 4.40 –

インテル® UHD 
グラフィックス 

750
20 16M DDR4-3200

DDR4-2933 2 65

インテル® Core™ i7-11700F 
プロセッサー 2.50 8/16 最大 4.80 最大 4.90 – 最大 4.40 – – 20 16M DDR4-3200

DDR4-2933 2 65

インテル® Core™ i5-11600K 
プロセッサー 3.90 6/12 最大 4.90 – – 最大 4.60

インテル® UHD 
グラフィックス 

750
20 12M DDR4-3200

DDR4-2933 2 125

インテル® Core™ i5-11600KF 
プロセッサー 3.90 6/12 最大 4.90 – – 最大 4.60 – 20 12M DDR4-3200

DDR4-2933 2 125

インテル® Core™ i5-11600  
プロセッサー 2.80 6/12 最大 4.80 – – 最大 4.30 –

インテル® UHD 
グラフィックス 

750
20 12M DDR4-3200

DDR4-2933 2 65

インテル® Core™ i5-11500  
プロセッサー 2.70 6/12 最大 4.60 – – 最大 4.20 –

インテル® UHD 
グラフィックス 

750
20 12M DDR4-3200

DDR4-2933 2 65

インテル® Core™ i5-11400  
プロセッサー 2.60 6/12 最大 4.40 – – 最大 4.20 –

インテル® UHD 
グラフィックス 

730
20 12M DDR4-3200

DDR4-2933 2 65

インテル® Core™ i5-11400F 
プロセッサー 2.60 6/12 最大 4.40 – – 最大 4.20 – – 20 12M DDR4-3200

DDR4-2933 2 65

製品カード、概要、トレーニングなど、その他の販売リソースについては、 
インテル® パートナー・アライアンスにアクセスしてください。

https://intelpartneralliance.intel.com/jp-ja-program


性能は、使用状況、構成、その他の要因によって異なります。詳細については、intel.com/PerformanceIndex​ (英語)を参照してください。 
性能の測定結果は構成情報に記載された日付時点のテストに基づいています。また、現在公開中のすべてのアップデートが適用されているとは ​限りません。構成の詳細については、補足資料を参照してください。絶対的なセキュリティーを提供
できる製品やコンポーネントはありません。
動作周波数または電圧を改変すると、製品の保証が無効になる場合があり、プロセッサーや他のコンポーネントの安定性、セキュリティー、パフォーマンスや耐用年数が低下するおそれがあります。詳細についてはシステムおよびコンポーネン
トの製造元にお問い合わせください。
コストと結果は状況によって変わります。
インテルのテクノロジーを使用するには、対応したハードウェア、ソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。

インテル® プロセッサー・ナンバーはパフォーマンスの指標ではありません。プロセッサー・ナンバーは同一プロセッサー・ファミリー内の製品の機能を区別します。異なるプロセッサー・ファミリー間の機能の区別には用いません。
すべてのプロセッサーは鉛フリー (2006年7月施行の EU RoHS 指令に準拠)、かつハロゲンフリー (残留量は 2007年11月提案の IPC/JEDEC J-STD-709 基準未満) です。
すべてのプロセッサーがインテル® バーチャライゼーション・テクノロジー (インテル® VT-x) に対応しています。

1	 主張: IPC の性能が最大 19% 向上 (前世代比)。
	 免責事項: 出典: インテルによる 2021年1月時点での推定値です。インテル社内のリファレンス・プラットフォームにて、SPEC CPU 2017 の 1- コピーレートをそれぞれ同じ固定周波数の第 11 世代インテル® Core™ i9-11900K プロセッ 

サーと第 10 世代インテル® Core™ i9-10900K プロセッサーで実行して得られた測定値の比較に基づきます。
	 システム構成：プロセッサー：第 11 世代インテル® Core™ i9-11900K プロセッサー (RKL-S) PL1=125W TDP、8C16T、マザーボード：インテル® リファレンス・プラットフォーム、メモリー：32GB (2x16GB) DDR4-2933 DDR4 SDRAM、 

ストレージ：インテル® SSD 760p、ディスプレイ解像度：1920x1080、OS：Microsoft Windows 10 ビルド 20H2。プロセッサー：第 10 世代インテル® Core™ i9-10900K プロセッサー PL1=125W TDP、10C20T、マザーボード： 
インテル® リファレンス・プラットフォーム、メモリー：64GB (4x16GB) DDR4-2933 DDR4 SDRAM、ストレージ：インテル® SSD 760p、ディスプレイ解像度：1920x1080、 OS：Microsoft Windows 10 ビルド 20H2。ワークロード詳
細: SPEC CPU* 2017 は、ベンチマークのコンソーシアムである Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) により公開されています。SPEC CPU は、実際のプログラムを基にした整数演算と浮動小数点演算のサブ
テストを利用し、演算負荷の高いアプリケーションの性能を評価します。SPECspeed*2017_int_base と SPECspeed2017_fp_base は、プロセッサーが、単一の整数演算または浮動小数点演算タスクを完了する速度を測定します。
SPECrate*2017_int_base と SPECrate2017_fp_base は、スループット、つまり一定時間内にプロセッサーが完了できる整数演算あるいは浮動小数点演算タスクの数を測定します。ベンチマークの詳細については、www.spec.org を 
参照してください。

2	 インテル® ディープラーニング・ブースト「最大 3 倍の平均推論パフォーマンス向上」: 複数のディープラーニング・フレームワークのワークロード (Apache* MXNet*、TensorFlow*、PyTorch*、Caffe) の幾何平均で測定しました。デスクトッ
プ PC 向け第 11 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーの結果は、ResNet-50 でインテル® ディープラーニング・ブーストによる 8 ビット整数演算を行うデュアルソケットのインテル® Xeon® Platinum 8280 プロセッサーと、 
32 ビット浮動小数点演算を行うデュアルソケットのインテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサーを比較した測定データに基づいて推定されています。インテルが実施した 2019年3月1日時点のテスト結果。

3	 オーバークロックに関する免責事項: オーバークロック対応機能は特定のチップセットとプロセッサーの組み合わせで利用できます。動作周波数または電圧を改変すると、製品の保証が無効になる場合があり、プロセッサーや他のコンポー
ネントの安定性、セキュリティー、パフォーマンスや耐用年数が低下するおそれがあります。詳細についてはシステムおよびコンポーネントの製造元にお問い合わせください。

4	 インテルの包括ツールと独自のアーキテクチャー関連チューニング機能による、拡張オーバークロック性能に基づきます。実際の結果は異なる場合があります。オーバークロックにより保証が無効になったり、システムの状態に影響を与えた
りする可能性があります。詳細については、intel.com/overclocking (英語) を参照してください。

5	 第 11 世代インテル® Core™ プロセッサー S8+1 125W 構成 (予測)：プロセッサー：第 11 世代インテル® Core™ プロセッサー S8+1 PL1=125W PL2=250W、8C16T、メモリー：4x16GB DDR4-2933 2Rx8、ストレージ：インテル® 660p 
M.2 PCIe NVMe SSD、ディスプレイ解像度：1920x1080、OS：Windows 10 Build 20H1。AC、BAPCo モードで測定される SYSmark 2014 以外のすべてのベンチマークでの電力ポリシーを AC / ハイ・パフォーマンスに設定。すべてのベ
ンチマークは管理モードで実行し、タンパー保護無効 / ディフェンダー無効、グラフィックス・ドライバー：該当なし、エネルギー効率ターボ：すべての性能測定で無効、Power Limit1 タイムウィンドウ (Tau)：56s、温度：すべての電力および性
能予測で空冷式ヒートシンク。 

	 性能の測定結果は 2020年8月6日時点での予測に基づいています。また、現在公開中のすべてのアップデートが適用されているとは限りません。詳細については、公開されている構成情報を参照してください。絶対的なセキュリティーを提
供できる製品はありません。予備性能予測に基づいており、変更される可能性があります (+/- 15% の差異).

⨥	 インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー S シリーズの DDR4 2DPC は、チャネルで同じパーツナンバーの DIMM が実装されている場合にサポートされます。1 つのチャネル内での 2DPC には対称型の構成が必要です (例えば 1R/1R  
や 2R/2R)。デスクトップ PC 向け第 11 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーでは DDR-3200 は Gear 2 で動作し、6 層のインテル® 500 シリーズのボードが必要です (DDR4-3200 は、インテル® 400 シリーズのボードではサ 
ポートされていません)。2DPC または 1DPC のボード設計に関わらず、すべての DDR4-3200 DIMM 拡張スロットが完全に実装されている必要があります。シングルランク (1R) の DDR4-3200 DIMM のみがサポートされています。
DDR4-2933 は、Gear 1 または Gear 2 で動作します。

◊	 インテル® サーマル・ベロシティー・ブースト機能は、温度が 70°C 以下である場合に、ターボ機能向け電力の範囲内で機能します。周波数の上昇値とその持続時間は、ワークロード (バースト性があるワークロードに最適)、個々のプロセッ 
サーの性能、冷却ソリューションに応じて変動します。動作周波数は時間の経過とともに低下する場合があります。とくにより長い時間にわたるワークロードでは、はじめの最大値から、プロセッサー温度の上昇にともなって低下する可能性
があります。

© Intel Corporation. Intel、インテル、Intel ロゴ、その他のインテルの名称やロゴは、Intel Corporation またはその子会社の商標です。その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 

通知および免責事項

http://www.Intel.com/PerformanceIndex
http://www.spec.org
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/gaming/overclocking-intel-processors.html

